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Leiterplatte mit einer Haitevorrichtung zum Halten bedrahteter 
elektronischer Bauteile, Verfahren zur Herstellung einer soichen 
Leiterplatte und deren Verwendung in einem Lotofen 

Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit einer Haitevorrichtung zum Halten 
bedrahteter elektronischer Bauteile, ein Verfahren zur Herstellung einer 
soichen Leiterplatte und deren Verwendung in einem Lotofen. 

Es sind verschiedene Verfahren und Vorrichtungen bekannt, mit denen 
bedrahtete elektronische Bauteile auf Leiterplatten so fixiert werden konnen, 
dad sie beim Bestucken oder beim Transport der Leiterplatten mit den darauf 
bestuckten Bauteile zu einer Ldtanlage nicht verrutschen oder sonst wie ihre 
Position verandem. 

Unter bedrahteten Bauteilen sollen hier all solche elektronischen Bauteile 
verstanden werden, die wenigstens einen Anschlulldraht oder einen 
Anschluflptn aufweisen, der durch bzw. in eine entsprechende ubiiche 
Anschludbohrung der Leiterplatte gesteckt und an bzw. mit einer gewunschten 
Kontaktstelle verldtet wird und so die elektrischen Kontaktierung des Bauteils 
darstellt. Bedrahtete Bauteile in diesem Sinne konnen daher auch 
Steckerleisten, Verbindungsdrahte oder -Litzen aber auch Transformatoren 
und andere aktive bzw. passive elektronische Bauteile sein. 

Besonders bei Bauteilen grofter Masse oder mit ungleicher Masseverteilung 
reicht das einfache Ein- bzw. Durchstecken der Anschlulldrahte oder 
Anschluf^pins nicht aus. um eine sichere mechanische Befestlgung fur die 
Bauteile bei einem Transport zur oder durch eine automatische Ldtanlage zu 
gewahrieisten. Es hat sich gezeigt, daH bedrahtete Bauteile der 
beschriebenen Art auf holpernden oder ruckenden Transportbandem auf dem 
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Weg zu einer automatischen Lotanlage Oder auf dem Weg durch die 
automatischen Lotanlage aus der Leiterplatte herausgeruttelt werden. Es sind 
auch Falle bekannt geworden, wo die besagten bedrahteten Bauteile in einer 
Wellenlotanlage durcli die Lotwelle aus der Leiterplatte herausgedruckt 
wurden. Selbst wenn die Bauteile unter den angegebenen ungunstlgen 
Bedingungen nicht vollstandig aus der Leiterplatte herausfallen, kann es 
passieren, daH sie eine unerwunschte Lage oder Position auf der Leiterplatte 
einnehmen. 

Um diesen Problemen abzuhelfen, wurden bisher die in Frage kommenden 
Bauteile beispielsweise auf die Leiterplatte geklebt oder mit Snap-ln- 
Halterungen auf der Leiterplatte gehalten. Diese Verfahren sind jedoch 
aufwendig und mit zusatzlichen Kosten verbunden, da sie einen extra 
Arbeitsschritt fur diese speziellen Bauteile erfordem. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugmnde, eine Leiterplatte zu schaffen, 
die eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlufidrahtes oder -pins von 
Bauteilen aufweist und so die oben beschriebenen Nachteile vermeidet, ohne 
da& die betrachteten Bauteile durch Kleben oder oder zusatzlich auf der 
Leiterplatte angebrachte Haiteelemente befestigt werden mussen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Leiterplatte mit wenigstens einer 
Anschlufibohrung zur Aufnahme eines Anschlufidrahtes oder -pins eines 
elektronischen Bauteils mit einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser. 
bei der eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlufidrahtes oder -pins 
vorgesehen ist, die eine Verengung im Querschnitt eines Teils der 
Anschlulibohrung auf einen Durchmesser ist, der kleiner ist als der 
Durchmesser des Anschlufidrahtes oder -pins. 

Bei einer besonderen Ausfuhrungsform der Leiterplatte nach der Erfindung 
wird die Verengung durch eine Folie herbeigefuhrt, die bei einer besonderen 
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Weiterbildung der Erfindung auf einer Oberflache der Leiterplatte angeordnet 
ist. 

Eine andere Ausfuhrungsform der Leiterplatte nach der Erfindung betrifft eine 
mehrlagige Leiterplatte ist und dad die den Querschnitt der Anschludbohrung 
verengende Folie eine innere Lage der Leiterplatte ist. 

Bei noch anderen Ausfuhrungsformen der Leiterplatte ist die Folie im Bereich 
der Anschlulibohrung geschlitzt Oder gelocht 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien Leiterplatte wird 
die Verengung durch eine einseitige nicht vollstandig durchgangige Bohrung 
herbeigefiihrt. 

Noch eine weitere Ausfuhrungsform der erfindungsgemalien Leiterplatte 
betrifft eine Verengung, die durch einen mit einer Restriktion versehenen 
becherformigen Einsatz in der an sich durchgangigen AnschluHbohrung 
herbeigefuhrt wird. 

Andere Ausfuhrungsformen der Leiterplatte nach der Erfindung umfassen zwei 
Bohrungen, durch die die Verengung herbeigefuhrt wird, wobei in besonderen 
Weiterbildungen dieser Leiterplatte nach der Erfindung zwei gleichgerichtete 
Bohrungen mit unterschiedlichen Durchmessem Oder zwei gegenlaufige 
Bohrungen Oder zwei gegenlaufige und zueinander versetzte Bohrungen 
vorgesehen sind. 

Die oben beschriebene Aufgabe wird weiterhin geldst durch ein 
erfindungsgemaHes Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte mit 
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wenigstens einer Anschluflbohrung zur Aufnahme einies Anschlu&drahtes 
Oder -pins eines elektronischen Bauteils mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser, bei welchem Verfahren: 

nach dem Herstellen wenigstens einer Lage bzw. Schicht der Leiterplatte 
5 und dem Bohren der Anschlufibohrung eine Folie auf eine Oberflache der 

Leiterplatte aufgebracht wird, die die Anschlufibohrung uberdeckt; 

- die Folte Im Bereich der Anschlufibohrung derart geoffnet wird, dali eine 
Verengung im Querschnitt eines Toils der Anschlufibohrung gebildet wird, 
die kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser des elektronischen Bauteils 

10 ist und die eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlulidrahtes 

Oder -pins darstellt. 

Weiterbildungen des erfindungsgemafien Verfahrens sehen vor, dali die Folie 
im Bereich der Anschlufibohrung geschlitzt Oder gelocht wird, wobei dies auch 
15 mittels Laser ausgefuhrt werden kann. 

Bei einer anderen Ausfuhrungsform des Verfahrens nach der Erfindung zum 
Herstellen einer Leiterplatte mit wenigstens einer Anschlufibohrung zur 
Aufnahme eines Anschlufidrahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit 
20 einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser wird : 

- die Leiterplatte mit wenigstens einer Lage bzw, Schicht hergestellt; 

- von einer Oberflache der Leiterplatte her mit einem Bohrwerkzeug mit 
einem Nenndurchmesser derart get>ohrt. dafi das Bohrwerkzeug die 
Leiterplatte nicht voilstandig durchstofit und so die Anschlufibohrung in 

25 einem Bereich einen Querschnitt mit einem Durchmesser aufweist, der 

kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser des elektronischen Bauteils ist, 
so dafi von der dadurch hervorgerufenen Verengung im Querschnitt der 
Anschlufibohrung eine Haltevorrichtung zum Festhalten des 
Anschlufidrahtes oder -pins gebildet wird. 



4 



wo 2005/032224 



PCT/EP2004/010524 



Bei noch einer anderen Ausfuhrungsform des Verfahrens nach der Erfindung 
zum Herstellen einer Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluBbohrung zur 
Aufnahme elnes Anschluddrahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit 
5 einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser wird: 

- die Leiterplatte wIrd mit wenigstens einer Lage bzw. Schlcht hergestellt; 

die Leiterplatte wird an der fur die Anschluflbohrung gewunschten Stelle 
vollstandig durchbohrt; 

in die AnschluBbohrung wird ein rohrformiger Einsatz eingebracht, der eine 
10 Restriktion in seinem Querschnitt mit einem Durchmesser aufweist, der 

kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser des elektronischen Bauteils ist 
und welche Restriktion eine Haltevorrichtung zum Festhalten des 
Anschlulklrahtes oder -pins darstellt. 

15 Eine weitere Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Verfahrens zum 
Herstellen einer Leiterplatte mit wenigstens einer Anschlufibohrung zur 
Aufnahme eines Anschtufidrahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit 
einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser sieht vor, dad : 

die Leiterplatte wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schlcht hergestellt; 

20 - an der fiir die Anschluftbohrung gewunschten Stelle wird mit einem 

Bohrwerkzeug mit einem gewunschten Durchmesser ein Sackloch in die 
Leiterplatte gebohrt; 

anschliedend wird mit einem mit einem BohnA/erkzeug mit einem 
Durchmesser. der kleiner ist als der Draht- bzw. Pindurchmesser, der 
25 Grund der Sacklochbohrung durchbohrt, so dafl durch die Verengung des 

Querschnitts eines Teils der Anschluflbohrung eine Haltevom'chtung zum 
Festhalten des Anschlufldrahtes oder -pins geblldet wird. 
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Bei noch einer weiteren Ausfuhmngsform des erfindungsgemaflen Verfahrens 
zum Herstellen einer Leiterplatte mit wenigstens einer Anschlullbohrung zur 
Aufnahme eines Anschluddrahtes Oder -pins eines elektronischen Bauteils mit 
einem vorgegebenen Draht- bzw, Pindurchmesser wird : 

5 die Leiterplatte mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht hergestellt; 

- an der fur die Anscliludbohrung gewunschten Stelle von einer ersten 
Oberflache der Leiterplatte her mit einem BohnA^erkzeug mit einem 
gewunschten Durchmesser ein erstes Sackloch in die Leiterplatte gebohrt; 

- von einer zweiten Oberflache der Leiterplatte her ein zweites Sackloch in 
10 die Leiterplatte gebohrt, das zu dem ersten Sackloch geringfugig 

verschoben angeordnet ist und das das erste Sackloch trifft, so daft durch 
den Versatz der beiden Sacklocher zueinander eine Restriktion gebildet, 
die eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschluftdrahtes Oder -pins 
darstellt. 

15 

Noch ein weiteres Verfahren nach der Erfindung zum Herstellen einer 
Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluBbohrung zur Aufnahme eines 
Anschluftdrahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit einem 
vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser sieht vor, da(i : 

20 - die Leiterplatte mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht hergestellt wird; 

an der fur die Anschluftbohrung gewunschten Stelle von einer ersten 
Oberflache der Leiterplatte her mit einem BohoA^erkzeug mit einem 
gewunschten Durchmesser ein erstes Sackloch In die Leiterplatte gebohrt 
wird; 

25 - von einer zweiten Oberflache der Leiterplatte her ein zweites Sackloch in 
die Leiterplatte gebohrt wird, das zu dem ersten Sackloch im wesentlichen 
achsparallel angeordnet ist und das das erste Sackloch trifft aber nicht 
durchdringt, so daH in einem Teilbereich der Anschluftbohrung, wo die 
beiden Sacklocher aufeinandertreffen eine Restriktion gebildet wird, die 
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eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlulklrahtes oder-pins 
darstellt. 

Der besondere Vorteil der Erfindung liegt darin, daft sie bisher ubiiche und 
5 entweder an die bedrahteten Bauteile oder auf die Leiterplatte zusatzlich 
anzubringende Halteelemente, wie z. B. Klebepunkte, Snap-ln-Halterungen 
etc. zur Fixieaing kritischer bedrahteter Bauteile vermeldet. Solche 
zusatzlichen Haltelemente bedeuten immer einen oder sogar mehrere 
zusatzliche Arbeitschritte und Kosten beim Bestucken und eventuell beim 

10 Loten der Leiterplatte. Die Erfindung bietet demgegenuber eine Losung an, die 
nur die Leiterplatte selbst betrifft und die zudem ohne zusatzliciie Aufbauten 
auf der Oberflache der Leiterplatte auskommt. Die erfindungsgemallen Pollen 
sind wie die erfindungsgemaH gestalteten Anschluftbohrungen Bestandteil der 
Leiterplatte und stellen keine extra Aufbauten oder Anbauten zur Leiterplatte 

15 dar. Leichtes Eindrucken der betreffenden Anschlufipins in eine 

erfindungsgemade Anschlufibohrung der Leiterplatte und gegen den 
Widerstand der in der Anschluftbohrung vorgesehenen Verengung reicht aus, 
das betrachtete Bauteil mechanisch sicher auf der Leiterplatte zu befestigen. 

Die Leiterplatte nach der Erfindung eignet sich in besonderer Weise fur 
20 automatische Ldtanlagen, insbesondere fur Wellenldtanlagen und Reflow- 

Lotofen. Gerade beim den letzteren bietet sie die Gewahr, daft auch bei dem 
neuen sogenannten "Uberkopf-Lotverfahren", das auch "Backslde-Reflow"- 
Verfahren genannt wird, uberkopf und unterhalb der Leiterplatte im Reflow- 
Lotofen hangende thermisch kritlsche bedrahtete Bauteile, nicht aus den 
25 Anschluftbohrungen herausfallen. 

Die Erfindung wird nachfolgend genauer eriautert und anhand verschiedener. 
in der beigefugten Zeichnung dargestellter Ausfuhrungsbeispiele beschrieben. 

30 
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Dabei zeigen: 

Fig. 1 : ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematlschen Schnittdarstellung; 

Fig. 2: ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung In einer schematischen Schnittdarstellung; 

Fig. 3: ein drittes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Draufsicht; 

Fig. 4: ein viertes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Draufsicht; 

Fig. 5: ein funftes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Draufsicht; 

Fig. 6: ein sechstes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Schnittdarstellung; 

Fig. 7: ein siebtes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung In einer schematischen Schnittdarstellung; 

Fig. 8: ein achtes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Schnittdarstellung; 

8 
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Fig. 9: ein neuntes Ausfuhaingsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Schnittdarsteliung; und 

Fig. 10: ein zehntes Ausfuhaingsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Schnittdarsteliung. 

Zur Vereinfachung sind in der Zeichnung gleiche Elemente oder Baugruppen 
der verschiedenen Ausfuhrungsbeispiele mit gleichen Bezugszeichen 
versehen. 

In Fig. 1 ist ein Leiterplatte 10 ausschnittweise dargestellt, die eine 
durchgehende Anschlufibohrung 1 1 aufweist zur Aufnahme eines 
Anschlufipins 111 eines bedrahteten elektrischen bzw. elektronischen Bauteils 
110. Bisher war es ubiich, einen Durchmesser 12 der AnschluBbohrung 1 1 
geringfugig grofier als den Durchmesser 112 des Anschlulipins 1 1 1 zu 
bohren. Das eriaubt zwar bequemes Einstecken des Anschluftpins 1 1 1 in die 
Anschlufibohrung 1 1 , fiihrt aber bei Vibrationen oder Ruttein zum Herausfallen 
des Bauteils 110, wenn es nicht durch zusatzliche Malinahmen an der 
Leiterplatte 10 befestigt ist. 

Um dem abzuhelfen, ist bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
erfindungsgemafi eine Folie 13 vorgesehen, die beispielsweise auf einer 
Oberflache der Leiterplatte 10 aufgebracht wird. Die Folie 13, die nach der 
Erfindung auf die in ihren Lagen fertig aufgebaute und bereits mit der 
Anschluftbohrung 11 versehene Leiterplatte 10 aufgebracht wird, uberdeckt 
und verschliefit zunachst die Anschlufibohrung 1 1 . Die Folie wird auf der 
Leiterplatte 10 in ubiicher Weise, beispielsweise durch Kaschieren, dauerhaft 
aufgebracht. 
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Anschlie&end wird die Folie 13 im Bereich der Anschlu&bohmng 11 geoffnet 
wobei die Offnung 14 derart gestaltet ist dall sie eine Verengung 15 im 
Querschnitt eines Tells der Anschluflbohrung 1 1 bildet. Das Material und die 
Dicke der Folie 13 sowie die Grolie und Form ihrer Offnung 14 sind 
5 zweckmaHlgenveise so gewahtt, dad der jeweilige AnschiuHpin 111 des 
betrachteten Bauteils 110 Da die Verengung 15 Kleiner ist als der 
Durchmesser 112 des Anschluflpins 111 des Bauteils 110, wird der 
Anschluflpin 111 in der Anschlufibohmng 11 fest verklemmt und das Bauteil 
110 gegen Herausfallen gesichert. 

10 Bei dem in Fig. 1 dargesteilten Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung ist die Folie 
13, mittels der die Verengung 15 realisiert wird, auf der Bestuckungsseite der 
Leiterplatte 10 angeordnet. Selbstverstandlich ist es auch moglich, die Folie 
13 auf der anderen Seite der Leiterplatte 10 anzubringen. 

Fig. 2 zeigt ein anderes Ausfuhrungsbeispiei der erfindungsgemaden 
15 Leiterplatte 20, die hier ausschnittweise dargestellt ist. Eine an sich 

durchgehende Ansclilulibohrung 21 zur Aufnahme des AnschluBpins 111 des 
bedrahteten Bauteils 1 10 ist etwa in der Mitte der Leiterplatte 20 durch eine 
als Zwischenlage in der Leiterplatte 20 angeordnete Folie 23 verengt. Eine in 
der Folie 23 angebraclite Offnung 24 ist in ihrem Durchmesser kleiner als der 
20 Durchmesser 112 des betreffenden Anschlufipins 111 des bedrahteten 
Bauteils 1 10. Eine Verengung 25 der Anschluftbohrung 21, die dadurch 
gebildet wird, halt den in die Anschluflbohrung 21 gesteckten AnschluHpin 111 
des Bauteils 110 und verklemmt ihn. 

Sinnvollerweise werden die zwei durch die Folie 23 getrennten Telle der 
25 Leiterplatte 20 zunachst mit der Anschlullbohrung 21 versehen. Nach 

Zwischenlegen der Folie 23 Oder dem Aufbringen der Folie 23 auf eine der 
Telle der Leiterplatte 20 werden die Telle zu der in Fig. 2 dargesteilten 
Anordnung zusammengefiigt. 

In Fig. 3 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiei einer Leiterplatte nach der 
30 ErTindung dargestellL Die Leiterplatte 30 ist hier ausschnittleise in einer 
Draufsicht gezeigt. Ahnlich der Fig. 1 dargesteilten Leiterplatte Ist hier 
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ebenfalls eine Folie 33 auf einer Seite der Leiterpiatte 30 angebracht. Eine 
Offnung 34 in der Folie 33 hat einen kleineren Durchmesser als die von der 
Folie 33 uberdeckte Anschluflbohrung 1 1 . die hier durch eine gestrichelte 
Linie veranschaulicht wird. Die Folie 33, wie sie in Fig. 3 dargestelit ist, kann 
5 beispielsweise eine Kupfer-Kaschierung im Sinne einer Leiterbahn sein, so 
da& sie eine Verengung 35 zum Festhalten des Anschlu&pins 111 des 
Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 1 und 2) direkt dort zur Verfiigung stellt, wo der 
AnschluRpins 111 dann auch gelotetwird, 

Der EInfachheit halber ist in den Fig. 3 bis 5 das Bauteil 1 10 mit dem in die 
10 jeweilige Anschlulibohrung zu steckenden Anschlullpin 111 nicht dargestelit. 
Es wird dazu auf die Fig. 1 und 2 bzw. auf die nachfolgend besprochenen Fig. 
6 bis 8 venA^iesen. 

Fig. 4 zeigt noch ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel einer Leiterpiatte nach der 
Erfindung. Die Leiterpiatte 40 ist hier dargestelit Wiederum ist hier eine Folie 

15 43 auf einer Seite der Leiterpiatte 40 angebracht Eine Offnung 44 in der Folie 
43. die bei diesem Ausfuhrungsbeispiel durch sich kreuzende Schlitze gebildet 
wird, stellt eine Verengung 45 der Anschlulibohrung 11, die hier durch eine 
gestrichelte Linie veranschaulicht wird, dar. Die Folie 43 ist bei diesem 
Ausfuhrungsbeispiel eine knappe, punkformige Uberdeckung der 

20 Anschlullbohrung 1 1 . 

In Fig. 5 ist noch ein anderes Ausfuhrungsbeispiel einer Leiterpiatte nach der 
Erfindung ahnlich den Darstellungen in den Fig. 3 und 4 ausschnittweise in 
einer Draufsicht dargestelit Hier ist eine auf der Leiterpiatte 50 angebrachte 
Folie 53 aus einem elektrisch leitenden Material, wie beim 

25 Ausfuhrungsbeispiel der Leiterpiatte 30 nach der Fig. 3. Im Unterschied zur 
loch-ahnlichen Offnung 34 der Folie 33 bei der Leiterpiatte 30 nach der Fig. 3 
und der geschlitzten Offnung 44 der Folie 43 der Fig. 4 ist bei der in Fig. 5 
dargestellten Folie 53 eine aus mehreren, sich uberdeckenden Lochem 
gebildete Offnung 54 gezeigt. Durch die dadurch an ihrem Rand gebildeten 

30 und in die Offnung 54 hineinragenden Kanten wird auch hier eine Verengung 
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55 zum Festhalten des Anschlullpins 111 des Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 1 
und 2) in der AnschluKbohrung 11 erreicht 

Die in den Fig. 1-5 dargestellte Folie 13; 23; 33; 43 kann aus elektrisch 
leitendem oder nichtleitendem Material sein. Als leitendes IVIaterial kann sie 
5 dann beispielsweise fur Lotpunkte verwendet werden. Andererseits ist auch 
vorstellbar, da(i keine fertige Folie sondem ein Film aus einem geeigneten 
Material auf die Leiterplatte aufgebracht werden kann, der zu etner Folie 
aushartet. 

Die Offnungen 14, 24, 34, 44 und 54 in den Folien 13, 23, 33, 43 und 53 der 
10 Fig. 1 bis 5 werden beispielsweise durch Stanzen oder durch Schneiden mit 
einem Laserstrahl hergestelit. 

Fig. 6 zeigt eine Leiterplatte 60 nach der Erfindung, bei der die 
Anschlulibohrung 1 1 als einseitige aber nicht vollstandig durch die Leiterplatte 
60 liindurcfi gebohrte Bohrung 16 ausgefuhrt ist Wie in Fig. 6 dargestellt, 
15 bleibt in diesem Fall ein Rand als Verengung 65 gegeniiber dem Durchmesser 
12 der Anschlufibohrung 11 stehen, der kleiner ist als der Durclimesser 112 
des AnschluHpins 111 des betrachteten Bauteils 110. Auf diese Weise wird 
der Anschluf&pin 111 und das betrachtete Bauteil 110 sicher in 
Anschludbohrung 1 1 und damit auf der Leiterplatte 60 gehalten. 

20 In Fig. 7 ist ein anderes Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemallen 
Leiterplatte 60 dargestellt. Ahnlich der Leiterplatte 60 in Fig. 6 und im 
Gegensatz zu den Leiterplatten 10 bis 50 hat die hier gezeigte Leiterplatte 
keine Folie zur Bildung einer Verengung des lichten Querschnitts der 
Anschlufibohrung. Bei der Leiterplatte 70 wird eine gewunschte Verengung 

25 106 durch eine becherformige sehr dunnwandige Hulse 101 erreicht. die in die 
Anschlufibohrung 11 eingesetzt wird. Die Hulse 101 ist so gestaltet, das ihr 
Innendurchmesser 102 geringfiigig groRer als der Durchmesser 112 des 
Anschlulipins 111 des betrachteten Bauteils 110 ist. Damit die HCilse 101 beim 
Einsetzen des Anschlulipins 111 nicht durch die Anschlufibohrung 1 1 

30 gedruckt wird, hat sie einen Kragen 103, der auf der Leiterplatte 70 aufliegt 

und sie am Durchrutschen hindert. Bodenseitig weist die becherformige Hulse 
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101 eine Offnung 104 auf, deren Durchmesser kleiner als der Durchmesser 
112 des Anschlunpins 111 des betrachteten Bauteils 110 ist. Beim Einsetzen 
des AnschluRpins 111 kann dieser gegen den Widerstand der sich 
verformenden Hulse 101 durch deren Offnung 104 gedruckt werden. Die 
5 Hulse 101 wird dadurch verfomnt und klemmt den betrachteten AnschluHpins 
111 in der Anschlul^bohrung 11 fest. 

Im Gegensatzzu den bislier vorgestellten Ausfuhrungsbeispielen der 
Leiterplatte nach der Erfindung nach den Fig. 1 bis 7, bei denen 
Anschlul^bohrungen durch eine einzein gebohrte Bohrung erreicht werden, 
10 beschaftigen sich die nachfolgend vorgestellten Ausfuhrungsbeispiele der 
erfindungsgemaden Leiterplatte mit einer Anschlul^bohrung, die aus zwei 
einzein gebohrten Bohrungen gebildet wird. 

In Fig. 8 ist ein anderes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte 60 dargestellt, bei 
der die AnschluRbohrung 1 1 aus zwei gegenlaufig und zueinander leicht 

15 versetzt gebohrten Bohrungen 17 und 36 gebildet wird. Dort, wo die beiden 

Bohrungen 17 und 36 sich treffen, wird durch den Versatz eine Verengung 75 
gebildet. Jede der Bohrungen 1 7 und 36 hat einen Durchmesser, der grofier 
ist als der Durchmesser 112 des Anschlulipins 111 des betrachteten 
Bauteilsl 10. Die durch den Versatz der Bohrungen 17 und 36 gebildete 

20 Verengung 75 klemmt den Anschluflpin 111 fest und sorgt fur einen sicheren 
Sitz des Bauteils 110 auf der Leiterplatte 60. 

Fig. 9 zeigt noch ein anderes Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte 60, bei der 
die Anschludbohrung 1 1 aus zwei Bohrungen 27 und 46 gebildet wird. Im 
Gegensatz zur Leiterplatte nach Fig. 8 handelt es sich hier um zwei fluchtende 

25 Bohrungen 27 und 46 die zueinander gegenlaufig von unterschledlichen 

Seiten der Leiterplatte 60 her gebohrt werden konnen oder quasi uberdeckend 
von einer vorbestimmten Seite der Leiterplatte 60 her. Wichtig ist nur, das eine 
der Bohrungen, in der gewahlten Darstellung ist es die Bohrung 27, einen 
kleineren Durchmesser als die andere Bohrung aufweist, wobei der groHere 

30 Durchmesser, der dem Durch 12 der oben bereits beschriebenen 

Anschluflbohrungen 1 1 entspricht, etwas groller als der Durchmesser 112 des 
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AnschluKpins 111 des betrachteten Bauteils110 (siehe dazu die Fig. 6-8) und 
der kleinere Durchmesser der Bohrung 27 kleiner als der Durchmesser 112 
des Anschluflpins 111 des betrachteten BauteilsllO sind. 

Durch den Ubergang einem grofieren auf einen kleineren Durch in der 
Anschlufibohrung 1 1 wird eine Verengung 85 erzielt. die den Anschlufipin 111 
des betrachteten Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 6-8) festklemmt und einen 
sicheren Sitz des Bauteils 110 auf der Leiterplatte 60 ermoglicht. 

In Fig. 10 ist ein noch ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte 60 
dargestellt, bei der die Anschlufibohrung 1 1 aus zwei gegenlaufig gebohrten 
37 und 56 gebildet wird, die zueinander fluchten und den gleichen 
Durchmesser 12 aufweisen. Die Bohrung, beispielsweise die Bohrung 37, die 
zuerst gebohrt wird, wird als Sacklochbohrung ausgefuhrt, die die Leiterplatte 
60 nicht durchdringt. Die andere Bohrung, im betrachteten Fall die Bohrung 
56, die fluchtend dazu angesetzt wird, durchdringt die zuerst gebohrte 
Bohrung 37 nicht volistandig sondem nur in ihrem Grund. Wie in Fig. 10 
gezeigt, bleibt dann in der Anschlulibohrung 1 1 ein nach innen in die 
Anschlufibohrung 1 1 gerichteter Kragen stehen, der eine Verengung 95 der 
Anschlufibohrung 1 1 bildet. Mithilfe dieser Verengung 95 wird der Anschlufipin 
111 des betrachteten Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 6-8) sicher festgeklemmt 
und das Bauteil 110 sicher auf der Leiterplatte 60 gehalten. 
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Patentanspruche 

1 . Leiterplatte mit wenigstens einer Anschluflbohrung (1 1 ; 21 ) zur 
Aufnahme eines Anschluf^drahtes oder -pins (111) eines elektronischen 
Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser (112), 
dadurch gekennzeiclinet, dafi eine Haitevorrichtung (15; 25; 35; 45; 55; 65; 
75; 85; 95; 1 01 ) zum Festhalten des Anschlufldrahtes oder -pins (111) 
vorgeselien ist, die eine Verengung in der Anschluflbohaing (1 1 ; 21 ) auf einen 
Durchmesser ist, der Kleiner ist ais der des Anschlulklrahtes oder -pins (111). 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dall die 
Verengung (15; 25; 35; 45; 55) durch eine Folie (13; 23; 33; 43; 53) 
herbeigefuhrt wird. 

3. Leiterplatte nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet, dafl die den 
Querschnitt der AnschluHbohrung (11) verengende Folie (13; 33; 43; 53) auf 
einer Oberflache der Leiterplatte (10; 23; 40; 50) angeordnet ist. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Leiterplatte eine mehrlagige Leiterplatte (20) ist und dafi die den Querschnitt 
der Anschlufibohrung (21) verengende Folie (23) eine innere Lage der 
Leiterplatte (20) ist. 

5. Leiterplatte nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Folie (43) im Bereich der Anschlufibohrung (11) 
geschlitzt ist. 
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6. Leiterplatte nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Folle (33; 53) im Bereich der Anschluflbohaing (11) 
gelocht ist. 

7. Leiterplatte nach einem der Anspruche 2 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dali die Folie (13; 23; 33; 43; 53) aus einem elektrisch 
leitenden Material besteht. 

8. Leiterplatte nach einem der Anspruche 2 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dali die Folie (13; 23; 33; 43; 53) aus einem isolierendem. 
elektrisch nicht leitenden Material bestehL 

9. Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Verengung (65) durch eine einseitige nicht vollstandig durchgangige Bohrung 
(16) herbeigefiihrt wird. 

10. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dad die 
Verengung (106) durch einen mit einer Restriktion versehene becherformige 
Hulse (101) in einer durchgangigen Bohrung herbeigefiihrt wird. 

1 1 . Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dad die 
Verengung (75; 85; 95) durch zwei Bohrungen (17, 36; 27, 46; 37, 56) 
herbeigefuhrt wird. 

12. Leiterplatte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daH die 
Verengung (85) durch zwei gleichgerichtete Bohrungen (27, 46) mit 
unterschiedlichen Durchmessem herbeigefuhrt wird. 
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13. Leiterplatte nach Anspruch 1 1 . dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Verengung (75; 85; 95) durch zwei gegenlaufige Bohrungen (17, 36; 27. 46; 
37, 56) herbelgefuhrt wird. 

5 14. Leiterplatte nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, da(l die 

Verengung (75) durch zwei gegenlaufige und zueinander versetzte Bohrungen 
(17, 36) herbelgefuhrt wird. 

15. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (10; 30; 40; 50) mit 

10 wenigstens einer Anschluf^bohrung (11) zur Aufnahme eines Anschluddrahtes 
Oder -pins (111) eines elektronischen Bauteils (1 1 0) mit einem vorgegebenen 
Draht- bzw. Pindurchmesser (112), gekennzeichnet dadurch, dali: 

. nach dem Herstellen wenigstens einer Lage bzw. Schicht der Leiterplatte 
und dem Bohren der Anschludbohrung (1 1) wird eine Folie (13; 33; 43; 53) 
15 auf eine Oberflache der Leiterplatte (10; 30; 40; 50) aufgebracht, die die 

Anschlufibohrung (11) uberdeckt; 

- die Folie (13; 33; 43; 53) wird im Bereich der Anschlulibohrung (1 1) derart 
geoffnet, daH eine Verengung (15; 35; 45; 55) im Querschnitt eines Teils 
der Anschlulibohrung (1 1) gebildet wird, die kleiner als der Draht- bzw. 
20 Pindurchmesser (1 12) des elektronischen Bauteils (1 1 0) ist und die eine 

Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlufldrahtes Oder -pins (111) 
darstellt. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dafi Folie (13; 
25 33; 43; 53) wird im Bereich der Anschlulibohrung (11) geschlitzt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dafi Folie (13; 
33; 43; 53) wird im Bereich der Anschlulibohrung (1 1) gelocht wird. 
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1 8. Verfahren nach einem der Anspruch 1 5 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, dad die Folie (13; 33; 43; 53) mittels Laser geoffnet wind. 

19. Verfahren zum Hersteilen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 

5 Anschluf^bohrung (11) zur Aufnahme eines Anschlufldrahtes oder -pins (111) 
eines elelctronischen Bauteils (110) mit eInem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurclimesser (112), gekennzeiclinet dadurch, dali: 

die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hergestellt; 

10 von einer Oberflache der Leiterplatte (60) her wird mit einem 

Bohnverkzeug mit einem Nenndurchmesser derart gebohrt, dad das 
Bohrwerkzeug die Leiterplatte (60) nicht vollstandig durchstollt und so die 
Anschludbohrung (11) in einem Bereich einen Querschnitt mit einem 
Durchmesser aufweist, der kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser 

15 (1 12) des elektronischen Bauteils (1 1 0) ist, so daH von der dadurch 

hervorgerufenen Verengung (65) im Querschnitt der Anschlullbohrung (11) 
eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlu&drahtes oder -pins 
(111) gebildet wird. 

20 20. Verfahren zum Hersteilen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
Anschluf^bohrung (11) zur Aufnahme eines Anschlufldrahtes oder -pins (111) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112), gekennzeichnet dadurch, daH: 

- die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
25 hergestellt; 

die Leiterplatte (60) wird an der fur die Anschlul^bohrung (11) gewunschten 
Stelle vollstandig durchbohrt; 

- in die AnschluBbohrung (1 1 ) wird ein becherfomniger Einsatz (1 01 ) 
eingebracht, der eine Restriktion (106) In seinem Querschnitt mit einem 
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Durchmesser (104) aufweist, der kleiner als der Draht- bzw. 
Pindurchmesser(1 12) des elektronischen Bauteils (110) ist und welche 
Restriktion eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlufklrahtes 
(111) Oder -pins darstellt. 

5 

21 . Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
Anschluflbohrung (11) zur Aufnahme eines Anschlulldrahtes oder -pins (111) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112), gekennzeichnet dadurch, daU: 

10 - die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hergestetit; 

- an der fur die AnschluHbohrung (11) gewunschten Stelle wird mit einem 
BohnA^erkzeug mit einem gewunschten Durchmesser (12) ein Sackloch 
(46) in die Leiterplatte (60) gebohrt; 

15 - anschliel^end wird mit einem mit einem Bohrwerkzeug mit einem 

Durchmesser. der kleiner Ist ais der Draht- bzw. Pindurchmesser (112), der 
Grund der Sacklochbohrung (46) mit einer zweiten Bohrung (27) 
durchbohrt, so da(i durch die dadurch entstehende Verengung (85) des 
Querschnitts eines Teils der Anschlufibohrung (11) eine Haltevorrichtung 

20 zum Festhalten des Anschlulidrahtes oder -pins (111) gebildet wird. 

22. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
Anschlufibohrung (11) zur Aufnahme eines Anschlufidrahtes oder -pins (111) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 

25 Pindurchmesser (112), gekennzeichnet dadurch, dafi: 

• die Leiterplatte (60)wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hergestellt; 

- an der fur die AnschlulSbohrung (11) gewunschten Stelle wird von einer 
ersten Oberflache der Leiterplatte (60) her mit einem Bohrwerkzeug mit 
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einem gewunschten Durchmesser ein erstes Sackloch (17) in die 
Leiterplatte gebohrt; 

- von einer zwelten Oberflache der Leiterplatte (60) her wird ein zweites 
Sackloch (36) in die Leiterplatte (60) gebohrt, das zu dem ersten Sackloch 

5 (1 7) geringfiigig verschoben angeordnet ist und das das erste Sackloch 

(1 7) trifft, so daB durch den Versatz der beiden Sacklocher 17, 36) 
zueinander eine Restriktion (75) gebildet, die eine Haltevorrichtung zum 
Festhalten des AnschlulkJrahtes Oder -pins (111) darsteilt. 

10 23. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
Anschlufibohrung (1 1 ) zur Aufnahme eines AnschluBdrahtes Oder -pins (111) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112). gekennzeichnet dadurch, daB: 

- die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schlcht 
15 hergestellt; 

- an der fur die AnschluBbohrung (1 1 ) gewunschten Stelle wird von einer 
ersten Oberflache der Leiterplatte (60) her mit einem BohnA^erkzeug mit 
einem gewunschten Durchmesser (12) ein erstes Sackloch (37) in die 
Leiterplatte (60) gebohrt; 

20 von einer zwelten Oberflache der Leiterplatte (60) her wird ein zweites 

Sackloch (56) in die Leiterplatte (60) gebohrt, das zu dem ersten Sackloch 
(37) im wesentlichen achsparallel angeordnet ist und das das erste 
Sackloch (37) trifft aber nicht durchdringt, so daB In einem Teilbereich der 
AnschluBbohrung (11), wo die beiden Sacklocher (37, 56) 

25 aufeinandertreffen eine Restriktion (95) gebildet wird, die eine 

Haltevom'chtung zum Festhalten des AnschluBdrahtes Oder -pins (1119 
darsteilt. 

24. Verwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach einem der 
30 Anspruche 1 bis 14 mit wenigstens einem, mittels der Haltevorrichtung (15; 

20 
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25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95; 106) in der Anschlulibohrung (11) gehaltenen 
elektronischen Bauteil (110) fur ein Loten des Bauteils (110) in einem Reflow- 
Lotofen. 

5 25. Verwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach Anspmch 
24 fur ein Lotverfahren, bei dem das Bauteil (110) unter der Leiterplatte (10; 
20; 30; 40; 50; 60) hangend im Reflow-Lotofen geldtet wird. 

26. Verwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach einem der 
10 Anspriiche 1 bis 14 mit wenigstens einem, mittels der Haltevorrichtung (15; 
25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95; 106) in der Anschluftbohrung (11) gefialtenen 
elektronischen Bauteil (110) fur ein Loten des Bauteils (110) in einem Wellen- 
L5tvorrichtung. 

15 27. Verwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60), die nach einem 
Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 23 hergestellt und die mit 
wenigstens einem, mittels der Haltevorrichtung (15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 
95; 106) in der Anschlufibohrung (1 1) gehaltenen elektronischen Bauteil (110) 
bestuckt wurde. fur ein Loten des Bauteils (110) in einem Reflow-Lotofen. 

20 

28. Verwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach Anspruch 
27 fur ein Lotverfahren, bei dem das Bauteil (110) unter der Leiterplatte (10; 
20; 30; 40; 50; 60) hangend im Reflow-Lotofen gelotet wird. 

25 29. Verwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60), die nach einem 
Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 23 hergestellt und die mit 
wenigstens einem, mittels der Haltevorrichtung (15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 
95; 106) in der Anschlulibohrung (11) gehaltenen elektronischen Bauteil (110) 
bestuckt wurde, fur ein Loten des Bauteils in einem Wellen-Lotvorrichtung. 
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